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INTRODUCAO

O aco Inoxidavel Super Duplex — SAF-
2507 (UNS S32750) é um material que
apresenta propriedades  fisicas e
mecanicas de alta qualidade para
aplicacbes onde rigidas demandas sé&o
exigidas. Embora possua boa
soldabilidade, raras séo as citagdes de sua
soldagem com laser. Assim, a
determinacdo das condi¢cdes ideais de
soldagem deste material através do
processo proposto neste trabalho, pode
ajudar no controle para obtencdo de
soldas de alta qualidade.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é obter corddes
de solda do aco inoxidavel super duplex
UNS S32750 com utlizacdo de laser
pulsado de Nd:YAG; obter a maior
profundidade de penetracdo em soldas do
tipo Key Hole, com menor perda de
material e com minima formacao de poros;
analisar a microestrutura na zona de fusao
das soldas e na zona afetada pelo calor,
procurando condi¢cdes de processo que
menos alterem sua composicdo de fases

[1].
METODOLOGIA

Para o estudo dos efeitos da soldagem no
material, foram preparados 12 corddes de
solda variando-se o0s parametros de
largura temporal e distancia focal da CPML
(Central de Processamento de Materiais a
Laser) obtendo assim corpos de prova de
gualidades e caracteristicas diferentes.

O material estudado foi adquirido sob a
forma de tubo de 19 mm de diametro,
1,65mm de espessura, e 52 mm de

comprimento, cuja composicdo quimica
segue apresentada na tabela 1 abaixo.

TABELA 1. Composicdo Quimica do Aco
UNS S32750 [2].

UNS %Cnax | %Si | %Mn %Cr | %Ni | %Mo | %N

S32750 0,030 (0,8 | 1.2 25 7 4,0 0,30

Mantivemos fixos o0s parametros de
energia, velocidade, taxa de sobreposicéo
e frequéncia do laser. Esses parametros
sendo variados nos dariam uma nova
gama de dados a serem analisados.

Preparamos um corpo de provas através
do corte transversal do tubo a uma
distancia de aproximadamente 8 mm da
borda, para descartar os efeitos de borda,
causados pelo excesso de calor neste
ponto.

Para revelar a microestrutura realizamos
ataques com diversos métodos, desde
ataques por imersao com nital 50% (50%
acido nitrico 50% &gua), ataque por reativo
de Behara modificado (20 ml de &cido
cloridrico (HCI), 80 ml de 4gua destilada e
1 g de metabissulfito de sodio (Na; S; Os),
até ataques eletroliticos utilizando-se
solucdo de nital 50%, tensdo de 5V,
corrente de 0,2A e tempo de ataque de 10
segundos [3].

Dos 12 cordbes de solda obtidos serdo
apresentados as condi¢cdes mais extremas
(baixa e alta energia) e a condicao ideal.

RESULTADOS

Na sequiéncia apresenta-se a foto das trés
microestruturas  (mencionadas acima)
obtidas por Microscopia Eletrbnica de
Varredura (MEV).




Figura 1. Microestrutura das amostras n°1,
n°4 e n°9. Densidade de energia baixa,
alta e ideal respectivamente.

Podemos perceber através destas trés
micrografias como se da a relacdo da
profundidade do corddo de solda em
funcéo da densidade de energia utilizada,
ou seja, amostra n°l baixa densidade de
energia, amostra n° 4 densidade energia
alta e amostra n° 9 densidade de energia
ideal.

CONCLUSOES

Através do presente trabalho podemos
tirar algumas conclusdes preliminares a
respeito da formacdo dos poros e a
relacdo da densidade de energia do laser
com a profundidade obtida no cordao de
solda. Deste estudo pode-se adotar
parametros de soldagem ideais no que diz
respeito a profundidade que se quer atingir
e a maxima quantidade de poros
permitida.

E perceptivel que a densidade de energia
do laser utilizada na soldagem nao tem
uma relacdo direta com a quantidade de
poros formados, pois eles sdo observados
para densidades de energia maiores e
menores. Podemos apenas avaliar que ao
passo que a primeira aumenta a segunda
aparece em uma profundidade maior ou
com dimensdes maiores.

Atentemo-nos também ao fato de que os
poros observados possam ser uma
coincidéncia  tendo em vista a
aleatoriedade da escolha do local do corte
da amostra. Para uma avaliacdo mais
coerente para a formacédo dos poros nos
corddes de solda sera necessario fazer um
corte longitudinal na regido do cordao de

solda, e assim avaliar uma regido amostral
com um olhar mais qualitativo.

Com relagdo a profundidade obtida no
processo de soldagem para as amostras
cujas micrografias foram mostradas,
obteve-se os dados da tabela 2.

TABELA 2. Profundidade dos cordbes de
solda em funcdo das densidades de
energia utilizadas em sua obtencéo.

Cordao Densidade de Profundidade p

de Solda Energia (mm)
N° 1 Baixa 0,57
N° 4 Alta 1,64 (penetracéo

total)

N° 9 ideal 1,28

Através dos dados obtidos podemos
observar que dentre o0s parametros
variados, 0s parametros aplicados a
amostra n° 9 foi o que produziu melhores
resultados:  maior  profundidade de
penetracdo em soldas do tipo Key Hole,
menor formacdo de poros e sem ocorrer
perda de material durante o processo de
soldagem.
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